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(54)实用新型名称

一种LED芯片封装自动生产线

(57)摘要

本实用新型公开了一种LED芯片封装自动生

产线，包括工作平台，所述工作平台上设置有装

配机构和封装机构，所述装配机构包括第一上料

装置和驱动装置，所述第一上料装置用对芯片端

子进行上料，所述驱动装置用于抓取所述芯片端

子并将其移动至所述封装机构；封装机构设置在

所述装配机构的一侧，所述封装机构包括编带传

输装置和编带，编带传输装置用于驱动所述编带

做直线移动；所述驱动装置用于将芯片端子移动

至所述编带；通过设置上料装置和驱动装置，在

将芯片模块自动上料后可通过所述驱动装置带

动芯片模块移动至编带，并且编带沿直线运动可

将芯片模块放置在编带的不同槽内，进而实现将

芯片自动放置于编带，实现结构简单，自动化程

度相对较高。
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1.一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，包括工作平台，所述工作平台上设置有

装配机构和封装机构，其中，

所述装配机构包括第一上料装置和驱动装置，所述第一上料装置用对芯片端子进行上

料，所述驱动装置用于抓取所述芯片端子并将其移动至所述封装机构；

所述封装机构设置在所述装配机构的一侧，所述封装机构包括编带传输装置和编带，

所述编带传输装置用于驱动所述编带做直线移动；所述驱动装置用于将芯片端子移动至所

述编带；

所述编带传输装置的驱动方向和所述驱动装置的驱动方向垂直。

2.根据权利要求1所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述第一上料装

置包括翻转组件和治具组件，所述翻转组件固定在所述工作平台上，所述治具组件设置在

所述翻转组件的一侧，所述翻转组件用于将芯片端子放置于所述治具组件，所述驱动装置

用于从所述治具抓取芯片端子并将其移动至所述编带。

3.根据权利要求2所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述翻转组件包

括翻转气缸、第一翻转支架、第二翻转支架、导向板以及止挡件，所述第一翻转支架的一端

与所述工作平台转动连接，所述第一翻转支架的另一端与所述第二翻转支架的一端固定连

接，所述导向板与所述第二翻转支架远离所述第一翻转支架的一端固定连接，所述翻转气

缸可驱动所述第一翻转支架转动以带动所述导向板同时旋转；

所述导向板位于所述治具组件的上方，所述导向板转动至一定位置时可将芯片端子移

动至所述治具组件；所述止挡件用控制所述芯片端子脱离所述导向板。

4.根据权利要求3所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述导向板的一

侧设置有出料口，所述导向板的另一侧设置有进料口，所述进料口处设置有上料导轨，所述

上料导轨内设置有芯片端子，芯片端子可在重力的作用下沿上料导轨移动至所述导向板；

所述止挡件设置在所述导向板的出料口。

5.根据权利要求4所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述止挡件包括

止挡气缸和止挡轴，所述止挡气缸可带动所述止挡轴做直线运动以打开或关闭所述出料

口。

6.根据权利要求3所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述翻转气缸的

一端连接立轴，所述立轴的底端与所述工作平台滑动配合，所述翻转气缸与所述立轴转动

配合，所述翻转气缸的输出轴与所述第一翻转支架转动配合。

7.根据权利要求4所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述导向板设置

有多个导向轨道，所述进料口和所述出料口分别位于所述导向轨道的两侧，所述治具组件

包括治具板和平移驱动件，所述治具板上设置有多个与所述导向轨道一一对应的放置槽，

所述平移驱动件可带动所述导向板平移以将所述放置槽内的芯片模块逐个的移动至所述

驱动装置的抓取工位。

8.根据权利要求7所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述第一上料装

置包括第一上料气缸、连接板、升降气缸以及吸附头，所述吸附头与所述连接板在竖直方向

滑动配合，所述升降气缸可带动所述吸附头在竖直方向滑动，所述第一上料气缸用于带动

所述连接板做直线运动；所述吸附头用于从所述放置槽抓取芯片模块。

9.根据权利要求1所述的一种LED芯片封装自动生产线，其特征在于，所述编带传输装
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置包括编带导轨、驱动电机以及驱动轮，所述编带在所述编带导轨内与所述编带导轨滑动

配合，所述驱动电机可驱动所述驱动轮转动，所述驱动轮圆周设置有多个驱动齿，所述编带

的侧边上设置有与所述驱动齿对应的驱动孔，所述驱动轮转动时可通过驱动齿与所述驱动

孔配合与带动所述编带沿所述编带导轨滑动。
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一种LED芯片封装自动生产线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及芯片加工技术领域，尤其涉及一种LED芯片封装自动生产线。

背景技术

[0002] 安装半导体集成电路芯片用的外壳，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热

性能的作用，而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁——芯片上的接点用导线连接

到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印制板上的导线与其他器件建立连接。因此，封装对

CPU和其他LSI集成电路都起着重要的作用。一般在对芯片进行封装时，需要先将芯片放置

于编带中，方便后续对芯片模块的封装工作，目前在将芯片放置或包装在编带上时，操作方

式多种，其中自动化的设备结构较为复杂，体积较大，人工操作又需要消耗大量人力。

实用新型内容

[0003] 鉴于此，本实用新型公开了一种LED芯片封装自动生产线，能够实现将芯片自动放

置于编带中，并且结构简单。

[0004] 本实用新型公开了一种LED芯片封装自动生产线，包括工作平台，所述工作平台上

设置有装配机构和封装机构，其中，

[0005] 所述装配机构包括第一上料装置和驱动装置，所述第一上料装置用对芯片端子进

行上料，所述驱动装置用于抓取所述芯片端子并将其移动至所述封装机构；

[0006] 所述封装机构设置在所述装配机构的一侧，所述封装机构包括编带传输装置和编

带，所述编带传输装置用于驱动所述编带做直线移动；所述驱动装置用于将芯片端子移动

至所述编带；

[0007] 所述编带传输装置的驱动方向和所述驱动装置的驱动方向垂直。

[0008] 进一步的，所述第一上料装置包括翻转组件和治具组件，所述翻转组件固定在所

述工作平台上，所述治具组件设置在所述翻转组件的一侧，所述翻转组件用于将芯片端子

放置于所述治具组件，所述驱动装置用于从所述治具抓取芯片端子并将其移动至所述编

带。

[0009] 进一步的，所述翻转组件包括翻转气缸、第一翻转支架、第二翻转支架、导向板以

及止挡件，所述第一翻转支架的一端与所述工作平台转动连接，所述第一翻转支架的另一

端与所述第二翻转支架的一端固定连接，所述导向板与所述第二翻转支架远离所述第一翻

转支架的一端固定连接，所述翻转气缸可驱动所述第一翻转支架转动以带动所述导向板同

时旋转；

[0010] 所述导向板位于所述治具组件的上方，所述导向板转动至一定位置时可将芯片端

子移动至所述治具组件；所述止挡件用控制所述芯片端子脱离所述导向板。

[0011] 进一步的，所述导向板的一侧设置有出料口，所述导向板的另一侧设置有进料口，

所述进料口处设置有上料导轨，所述上料导轨内设置有芯片端子，芯片端子可在重力的作

用下沿上料导轨移动至所述导向板；所述止挡件设置在所述导向板的出料口。
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[0012] 进一步的，所述止挡件包括止挡气缸和止挡轴，所述止挡气缸可带动所述止挡轴

做直线运动以打开或关闭所述出料口。

[0013] 进一步的，所述翻转气缸的一端连接立轴，所述立轴的底端与所述工作平台滑动

配合，所述翻转气缸与所述立轴转动配合，所述翻转气缸的输出轴与所述第一翻转支架或

所述第二翻转支架转动配合。

[0014] 进一步的，所述导向板设置有多个导向轨道，所述进料口和所述出料口分别位于

所述导向轨道的两侧，所述治具组件包括治具板和平移驱动件，所述治具板上设置有多个

与所述导向轨道一一对应的放置槽，所述平移驱动件可带动所述导向板平移以将所述放置

槽内的芯片模块逐个的移动至所述驱动装置的抓取工位。

[0015] 进一步的，所述第一上料装置包括第一上料气缸、连接板、升降气缸以及吸附头，

所述吸附头与所述连接板在竖直方向滑动配合，所述升降气缸可带动所述吸附头在竖直方

向滑动，所述第一上料气缸用于带动所述连接板做直线运动；所述吸附头用于从所述放置

槽抓取芯片模块。

[0016] 进一步的，所述编带传输装置包括编带导轨、驱动电机以及驱动轮，所述编带在所

述编带导轨内与所述编带导轨滑动配合，所述驱动电机可驱动所述驱动轮转动，所述驱动

轮圆周设置有多个驱动齿，所述编带的侧边上设置有与所述驱动齿对应的驱动孔，所述驱

动轮转动时可通过驱动齿与所述驱动孔配合与带动所述编带沿所述编带导轨滑动。

[0017] 本实用新型公开的技术方案，与现有技术相比，有益效果是：

[0018] 通过设置上料装置和驱动装置，在将芯片模块自动上料后可通过所述驱动装置带

动芯片模块移动至编带，并且编带沿直线运动可将芯片模块放置在编带的不同槽内，进而

实现将芯片自动放置于编带，实现结构简单，自动化程度相对较高。

附图说明

[0019] 图1为封装自动生产线的结构示意图；

[0020] 图2为封装在生产线的俯视图；

[0021] 图3为翻转组件的结构示意图；

[0022] 图4为导向板和上料导轨的结构示意图；

[0023] 图5为治具组件的结构示意图；

[0024] 图6为驱动装置的结构示意图。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，需要说明的是，当一个组件被认为是“连接”另一个组件时，它可以是直

接连接到另一个组件，或者可能同时存在居中组件。除非另有定义，本文所使用的所有的技

术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。还需要说明

的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以

是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接，可以

是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在

本实用新型中的具体含义。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具
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体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。

[0026] 还需要说明的是，本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、

“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或

位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元

件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0027] 如图1和图2所示，本实用新型公开了一种LED芯片封装自动生产线100，包括工作

平台10，所述工作平台10上设置有装配机构20和封装机构30，所述装配机构20用于对芯片

模块进行上料并且将所述芯片模块移动至所述封装机构30，所述封装机构30包括编带，所

述编带用于承载所述芯片模块。

[0028] 具体的，所述装配机构20包括第一上料装置21和驱动装置22，所述第一上料装置

21用对芯片端子进行上料，所述驱动装置22用于抓取所述芯片端子并将其移动至所述封装

机构30的编带。

[0029] 进一步的，所述第一上料装置21包括翻转组件23和治具组件24，所述翻转组件23

固定在所述工作平台10上，所述治具组件24设置在所述翻转组件23的一侧，所述翻转组件

23用于将芯片端子放置于所述治具组件24，所述驱动装置22用于从所述治具组件24抓取芯

片端子并将其移动至所述编带。工作时，所述翻转组件23用于将芯片模块移动至预设位置，

使得所述芯片模块在重力的作用下移动至所述治具组件24，所述驱动装置22用于将所述治

具组件24上的芯片模块移动至所述编带。在本申请中，所述翻转组件23可同时带动多个芯

片模块移动，所述治具组件24用于同时承载多个所述芯片模块。

[0030] 如图3所示，进一步的，所述翻转组件23包括翻转气缸231、第一翻转支架232、第二

翻转支架233、导向板234以及止挡件235，所述第一翻转支架232的一端与所述工作平台10

转动连接，所述第一翻转支架232的另一端与所述第二翻转支架233的一端固定连接，所述

导向板234与所述第二翻转支架233远离所述第一翻转支架232的一端固定连接，所述翻转

气缸231可驱动所述第一翻转支架232转动以带动所述导向板234同时旋转。工作时，所述翻

转气缸231可对所述第一翻转支架232进行驱动，所述第一翻转支架232相对所述工作平台

10转动，所述导向板234同步转动，直至所述导向板234转动至预设位置，所述导向板234上

的芯片模块掉落至所述治具组件24，通过所述治具组件24进行承载。在本申请中，所述翻转

气缸231还可对所述第二翻转支架233进行驱动。

[0031] 进一步的，所述翻转气缸231的一端连接立轴2311，所述立轴2311的底端与所述工

作平台10滑动配合，所述翻转气缸231与所述立轴2311转动配合，所述翻转气缸231的输出

轴与所述第一翻转支架232或所述第二翻转支架233转动配合。所述立轴2311相对所述工作

平台10滑动，可防止所述翻转气缸231出现驱动死点。

[0032] 所述导向板234位于所述治具组件24的上方，所述导向板234转动至一定位置时可

将芯片端子移动至所述治具组件24；所述止挡件235用控制所述芯片端子脱离所述导向板

234。具体的，在所述导向板234转动时，所述止挡件235对所述导向板234进行止挡，防止所

述芯片模块掉落，当所述导向板234移动至预设位置时，所述止挡件235工作，此时所述芯片

可脱离所述导向板234。

[0033] 所述导向板234的一侧设置有出料口，所述导向板234的另一侧设置有进料口，所
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述进料口处设置有上料导轨236，所述上料导轨236内设置有芯片端子，芯片端子可在重力

的作用下沿上料导轨236移动至所述导向板234；所述止挡件235设置在所述导向板234的出

料口。如图4所示，所述止挡件235包括止挡气缸2351和止挡轴2352，所述止挡气缸2351可带

动所述止挡轴2352做直线运动以打开或关闭所述出料口。在本申请中，所述上料导轨236上

可沿直线承载多个芯片模块，并且所述上料导轨236上的芯片可逐个的移动至所述导向板

234。

[0034] 所述导向板234设置有多个导向轨道2341，所述进料口和所述出料口分别位于所

述导向轨道2341的两侧。如图5所示，所述治具组件234包括治具板241和平移驱动件242，所

述治具板241上设置有多个与所述导向轨道2341一一对应的放置槽243，所述平移驱动件

242可带动所述导向板234平移以将所述放置槽243内的芯片模块逐个的移动至所述驱动装

置22的抓取工位。在本申请中，所述平移驱动件242可以是驱动滑台、皮带驱动机构或者丝

杆驱动机构，只需满足所述治具板241在直线上做往复运动即可，其具体结构在此不进行限

制。

[0035] 如图6所示，进一步的，所述第一上料装置22包括第一上料气缸221、连接板222、升

降气缸223以及吸附头224，所述吸附头224与所述连接板222在竖直方向滑动配合，所述升

降气缸223可带动所述吸附头224在竖直方向滑动，所述第一上料气缸221用于带动所述连

接板222做直线往复运动；所述吸附头224用于从所述放置槽243抓取芯片模块。

[0036] 请返回参看图1，所述封装机构30设置在所述装配机构20的一侧，所述封装机构30

还包括编带传输装置，所述编带传输装置用于驱动所述编带做直线移动；所述驱动装置用

于将芯片端子移动至所述编带；

[0037] 所述编带传输装置包括编带导轨31、驱动电机33以及驱动轮32，所述编带在所述

编带导轨31内与所述编带导轨31滑动配合，所述驱动电机33可驱动所述驱动轮32转动，所

述驱动轮32圆周设置有多个驱动齿，所述编带的侧边上设置有与所述驱动齿对应的驱动

孔，所述驱动轮32转动时可通过驱动齿与所述驱动孔配合与带动所述编带沿所述编带导轨

31滑动。

[0038] 本实用新型在不脱离本实用新型的广义的精神和范围的前提下，能够设为多种实

施方式和变形，上述的实施方式用于说明实用新型，但并不限定本实用新型的范围。
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图5
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